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General Description

1. Company Overview



* OSAT – Outsourced Semiconductor Assembly & Test

2. Value Chain



3. Business Area

http://www.gctsemi.com/
http://www.microchip.com/
http://www.gctsemi.com/


4. Major Affiliates

하나마이크론 하나더블유엘에스
HANA 

ElectronicsHT Micron
HANA Micron

Vietnam
HANA Micron

Vina 하나머티리얼즈





1. 경영실적 (연결)
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경영실적(연결)
단위 :  억 원

주: K-IFRS 연결 기준

단위: 억 원, % 1Q26 1Q25 YoY 4Q25 QoQ

매출액 5,077 3,118 +62.8 4,500 +12.8

매출총이익 1,012 336 +201 679 +49.0

(%) 19.9 10.8 +9.1%p 15.1 +4.8%p

영업이익 720 117 +515 474 +51.9

(%) 14.2 3.8 +10.4%p 10.5 +3.7%p

당기순이익 728 6 +12,033 361 +102

(%) 14.3 0.2 +14.1%p 8.0 +6.3%p

매출액 영업이익



2. 주요매출처 (연결)

FY23 FY24 FY25 1Q26 FY23 FY24 FY25 1Q26

주요 매출처 비중 메모리 반도체 고객사별 매출액 비중

주: 본사 및 베트남 법인 기준 주: 본사 및 베트남 법인 기준

SEC SK hynix Fabless SEC SK hynix



3. 제품별비중 (연결)

비메모리 반도체 제품별 매출 비중메모리/비메모리 반도체 매출 비중
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(%)
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자동차

가전

기타

82% 79%
83% 86%

82%

18% 21%
17% 14%

18%
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12%

13%

주: 본사 및 베트남 법인 기준

메모리 비메모리





1. 법인별경영실적_본사

경영실적(별도)

2,128 

2,624 

3,050 

2,748 
2,886 

140 

1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26

단위 :  억 원 비메모리 반도체 공정별 매출 비중

59%
52% 50%

FY24 FY25 1Q26

▪ 1Q26 별도기준 YoY 매출액 35%, 영업이익97% 증가

▪ 비메모리반도체실적지속증가 : Automotive向 Large Body 등고부가가치비메모리 반도체확대

▪ 1Q26 테스트공정가동률75% : 연간테스트사업부문매출역대최고실적달성기대

▪ 2Q26 패키징공정생산능력(CAPA) 증대 : 하반기비메모리패키징부문매출성장확대전망

Large Body 양산 (58*75mm)

주: K-IFRS 별도 기준



2. 법인별경영실적_베트남

단위 :  억 원

1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26

▪ [박장] 데이터센터확대등으로1Q26 D램(DRAM) 생산량중서버向제품의생산비중확대

글로벌낸드플래쉬(NAND Flash) 수요증가에따라 SSD 생산량1Q26 전체생산량대비약 30% 비중차지

소규모장비투자통해 3Q26 이후생산능력(Capa) 확대전망

▪ [박닌] 클린룸확장및비메모리반도체생산량확대진행중

분기별 매출액 (2024년~2026년)



3. 법인별경영실적_브라질

1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26

7.2

56.2

9.4

DRAM MCP NAND

HT Micron Hana Electronics

단위 :  백만 개 (칩)

0.7

1.3

Memory SSD

• PPB: 현지 생산 인센티브 적용을 위한 필수 제조 기준
• PADIS: 반도체 및 디스플레이 업종 전용 조세 감면 프로그램

브라질 법인 매출액 단위 :  억 원

브라질 법인 연간 Capa

단위 :  백만 개 (모듈)



4. 하나머티리얼즈경영실적

2,711 

3,073 

2,336 

2,516 

2,735 

934 
823

937

413 434
501

213

FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 1Q26

하나머티리얼즈 경영 실적 단위 :  억 원

매출액 영업이익

주 : K-IFRS 연결 기준





1. 요약재무제표 (연결)

주 : K-IFRS 연결 기준 주 : K-IFRS 연결 기준

연결재무상태표 단위 :  억 원연결손익계산서단위 :  억 원



주 : K-IFRS 별도 기준 주 : K-IFRS 별도 기준

2. 요약재무제표 (별도)

단위 :  억 원별도재무상태표 단위 :  억 원별도손익계산서



3. Infrastructure



4. Market Trends



▪ HICTM (Heterogeneous Integrated Chip) technology enables advanced 2.5D structures.

▪ It utilizes High IO Density Bridge for long range routing and Advanced Fan Out PKG for short range routing.

▪ HIC suits for chiplet-based system integration especially in  AI applications.

[참고자료] Advanced 2.5 Semiconductor Packaging

Intel EMIB
TSMC LSI / ASE FOCoS

SPIL FOEB / Amkor S-Connect

“HICTM (Heterogeneous Integrated Chip)”
Advanced FO 

(Chiplets)



Thank you
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